オプション 



本装置に取りがけられるオプションの取り付け方法およびを意事項について記載しています。 


を意事項(一268ページ) 


取り付け/取り外しの準備(一271ページ) 


取り付け/取り外しの手順卜272ぺージ) 


本装置にオプションを増設する際のを意事項につ 
いて記載しています。作業を始める前に必ずお読 
みください。 

オプションを取りがけることができる状態にする 
までの手順を示します。本装置の電源を必ず OFF 
にして、電源コードをコンセントから抜いてくだ 
さい。 

さまざまなオプシヨンを取リイ寸けを1つ1つ手順 
をおって説明します。 
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注意事頃 

オプションを増設する際は次の点じついてを意してください。 


安き上の注意 


安全に正しくオプションの取り付け-取り外しをするために次のを意事項を必ず守ってくだ 
さし、 



A\/^ 

A® 


装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を^：、ずお守りください。人び死 
こする、または重傷を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ページ m 降の説明を 
ご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 
• DVD - ROM ドライブの内部をのぞかない 
• リチウムバッテリやニッケル水素バッテリを取り外さない 
• 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A ま意 

A A 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
似降の説明をご覧ください。 

• 2人似下で持ち上げない 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーを外したまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

瓜 /?\ 

Q 
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—般的な注意 


• ここで示す取りがけ/取り外しはお客様ご自身でも行えますが、この場合の装置および部 
品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承<だ 
さい。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り 
がけ/取り外しを行わせるようお勧めします。 

• オプションおよびケーブルは弊社が指をする部品を使用してください。指定じ(外の部品 
を取りがけた結果起きた装置の誤動作または故障-破損についての修理は有料となりま 
す。 

• 装置内部に部品やネジを置き忘れていないことを磕認してください。特にネジなどの導 
電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部品が内部のボード 
上やケーブル端子部分に置かれたまま電源を ON じするとショートし、誤動作するばかり 
でなく故障の原因となります。 

• 装置内部のを却効果について確認して<ださい。内部に配線したケーブルがぶ却用の穴 
をふさいでいないことを磕認してください。ぶ却効果を失うと装置内部の温度の上昇に 
より誤動作を引き起こします。 

• ハードウェア構成を変更した場合も、必ずシステムをアップデートしてください 
(Windows Server 2003 x 64 Editions では3章 、 Windows Server 2003では 4 章を参 
照）。 
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静電気が策について 


本装置内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取りがけ-取り外しの際は 
静電気じよる製品の故障に十分を意してください。 

•リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用 

リスト接地ストラップを手首に巻き付けて<ださい。手に入らない場合は部品を触る前 
に本体の塗装されていない金属 フレーム じ触れて身体に蓄積された静電気を放電しま 
す。 

また、作業中はを期的に金属フレームに触れて静電気を放電するようにしてください。 

• 作業場所の確認 

-静電気防止処理が施された床またはコンクリートの上で作業を行います。 

-カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行って<ださい。 

• 作業台の使用 

静電気防止マットの上に本装置を置き、その上で作業を行って<ださい。 

• 着巧 

-ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。 

-静電気防止靴を履いて作業を行ってください。 

-取り付け前に貴金属脂輪や腕輪、時計など)を外してください。 

• 部品の取り扱い 

-取りがける部品は本装置に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。 
-を部品の端子や実装部品に触れないよう取り扱って<ださい。 

-部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。 
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取り巧け/取りかしの準備 

次の手順に従って部品の取りがけ/取り外しの準備をします。 

1 . 0 S のシャットダウン処理を巧う。 

2 . POWER スイ、ソチを押して本装置の電源を OFF ( POWER ランプ点滅）にする。 

3 . 本装置の電源コードをコンセントか6抜く。 

オペレータインフォメーションパネルじある POWER ランプが消のします。 

4 . 本装置背面に接続しているケーブルをすべて取り外す。 

己.本装置の前後左ちおよび上部に1〜 2 m のスペースを確保する。 
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取り付け/取りかしの手順 


次の手順に従つて部品の取りがけ/取り外しをします。 


2.5 インチ八ードディスクドライブ 


本装置の前面にある 2.5 インチディスクベイには、6つのス□ットが用意されています。八一 
ドディスクドライブは取りがけられていません旧 TCX 工場組み込み化荷)を除く）。別途購入 
してください。 

n-O • 轉社で指定していない八ードディスクドライブを使用しないでください。サードパー 
ティの八ードディスクドライブなどを取り付けると、 J \- ドディスクドライブだけでな 
く本体び故障ずるおそれびあります。次に示ずモデルをお買い求めください。 

- N 81已 0-202(36.3 GB 、 2.己" SAS 、 10,000 rpm ) 

- N 81己 0-203(73.2 GB 、 2.己" SAS 、 10,000 rpm ) 

• 2.日インチディスクベイに取り付けたハードディスクドライブは SAS RAID ボード ( A ) 
による RAID 構成のみです。 RAID レベルは RAIDOJ ， 已の各レベルをサボートします 
(に AS RAID コンフィグレーション」 （ 138ぺージ参照)）。 

• オプションのディスクアレイコント□—ラで2.曰インチディスクベイに取り付けた八一 
ドディスクドライブを RAID 構成にずることはできません。 

• 8プ□セッサ構成体体装置を2台接続)時は、1台目ロライマリ側)と2台目（セカンタ’ 
リ側)の両方の装置の SAS RAID コント□—ラを使用ずることび可能です。ただし、こ 
の場合システムドライブ (0 S ) はプライマリ側の本体装置にインストールする必要びあ 
ります。また、セカンダリ側の装置へのインストールおよびセカンダリ側の装置か5の 
起動はできません。 

• 同一のパックを構成ずる八ードディスクドライブは同一の型番のものを使用してくださ 
し、。 


ス□、ソトの ID は下記のようにス□、ソトじより固定で設をされています。 

2.5 インチディスクベイの空きス□、ソトじはダミートレーが取り付けられています。これは 
装置内部のを却効果を高めるためのものす。 

八ードディスクドライブを搭載していないス□、ソトじはダミートレーを取りがけてくださ 
い。 
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ディスクアレイコント□ーラに関するミち意事項 

標準装備のディスクアレイコント□-ラ （SAS RAID コント□ー ラ）を使用して、本装置の 

八ードディスクドライブをディスクアレイに構築する場合や、オプションのディスクアレイ 

コント□ーラを使用して D に K 増設ユニットの八ードディスクドライブをディスクアレイに 

構築する上でを意していただきたい点について説明します。 

♦ ディスクアレイ構成に変更する場合や、 RAID を変更する場合は、八ードディスクドライ 
ブを初期化します。ディスクアレイとして使用する八ードディスクドライブに大切な 
データがある場合は、バックアップを別の八ードディスクドライブにとってからボード 
の取りがけやディスクアレイの構築を行ってください。 

♦ディスクアレイを構築するには2台 W 上の八ードディスクドライブが必要です。 

♦ ディスクアレイとして使用する八ードディスクドライブはパックごとに同じ型番のもの 
を使用してください。 

♦ オプションのディスクアレイコント□ーラを取り付けられるス□、ソトについては280 
ページの 「 PCI ボード」を参照してください。 

♦ オプションのディスクアレイコント□ーラは本装置内部に最大2枚まで取りがけることが 
できます。 

• 本装置に標準搭載されている SAS RAID コント□-ラではさまざまな RAID(Redmdarit 
Arrays of lnexpensive [ lndependent ] Disks ) レベルを設定!することができます。設定! 
できる RAID やデータ転送速度、アレイ構成じついての詳細な説明は、5章で説明する 
に AS RAID コンフィグレーション」を参照してください。 

♦ ディスクアレイを構成すると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを 
構成する八ードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さ<なり 
ます （ RAID 1、5の場合）。 

♦ アレイ環境設定においてパックおよび□ジカルドライブを構成する八ードディスクドラ 
イブの総物理容量は 2 TB (テラバイト)を超えることはできません。 

♦1 T 目]: i 上の□ジカルドライブに、 Linux をインス!-ールすることはできません。 

♦ オプションのディスクアレイコント□ーラボードを取りがけた場合は 、 BIOS 
Configuration / Setup ユーティリティの 「Advanced Setup 」 サブメニューの 「PCI Slot / 
Device Information 」 で取りがけたス□、ソト番号のパラメータの 「Option ROM 
Execution 」 を 「 Disabled 」 にしてください（オプション ROM を搭載した PCI ボードは標準 
で 「 Enabled 」 に設定されています）。 

♦ 保守時に SAS RAID ボード ( A ) や、オプションのディスクアレイコント□-ラを交換する 
場合、ディスクアレイの構成情報（コンフィグレーション情報）をフ□、ソピーディスクに 
バックアップして交換後のディスクアレイコント□ーラにリストアしてください。バッ 
クアップやリストアはコンフィグレーションユーティリティを使用します。詳しくは、 

5章のに AS RAID コンフィグレーション」または、ディスクアレイコント□ー ラに添付の 
説明書を参照してください。ただし、ディスクアレイコント□ーラを交換した場合は、 
ユーティリティを使って新規でコンフィグレーション情報を作成してください。 
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取り付け 


次に示す手順で八ードディスクドライブを取り付けます。その他のス□、ソトへの取り付けも 
同様の手順で行えます。 


pi : ハードディスクドライブは、フロントべゼルを取り付けたままで取り付け/取り外しを行う 

い]? I ことができます。またディスクアレイ構成では本装置の電源が ON のままでも行えます。 

P-0 同ーパック内の八ードディスクドライブは同一の NEC 型番のものを使用してください。 

ms 

1 . 271ページを参照して準備をする（ディスクアレイ構成時を除く）。 


2 . 八ードディスクドライブを取りがけるス□、ソトを確認する。 

ス□、ソトは6つあります。また八ードディスクドライブに割り当て6れる ID はス□、ソトの位置でま 
まっています（下図参照)。 


ID0 ID3 ' 弓 ^ ID4 '32 の 5 


、 IUJ 1 IU4 I IU 。 

翻酢リリ加 IT EfflCT 

I 臣リ=1^ I En 互^ I 臣^註つ 


〇 

の 


|圖 ◎□□□![ 


。曰。 d ~~ * 


□ □ 广 

□ □ し 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ _ ] 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ _I 


〇 



4 . 八ードディスクドライブの八ンドル□、ソ 
クを解除して、八ンドルを開く。 
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己. 八ンドルを完全に開いた状態にして、増設する八ードディスクドライブ（トレーがき）と八ンドル 
をしっかりと持ってス□、ソトへ挿入する。 

奥に突き当たるまで差し) A みます。 

w-oira 

• ハンドルのフックびフレームに当たるまで}甲し込んでください。 

• 八ードディスクドライブは落としたり、振動を与えたりしないようにしっかりとていねいに 
持ってください。 



6. 八ンドルをゆっくりと閉じる。 

「カチ、ソ」と音がして□ックされます。 


八ンドルとトレーに指を挟まないよう 
にま意してください。 

八ンドルのフックがフレームに引っ掛 
かっていることを確認してください。 

W 上で完了です。 
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取り外し 


A - ドディスクドライブは r 取りがけ」の手順1〜3と同じ手順で取り外せます。 A - ドディス 
クドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているス□、ソトにダミートレー 
を取りがけてください。 

^ 八ードディスクドライブが故障したためにディスクを取り外す場合は、八ードディスクドラ 
云巧]イブのディスクエラーランプがオレンジ色に点のしているス□、ソトをあ6かじめ確認してく 
ださい。 



ディスクアレイ構成の場合、故障した八ードディスクドライブの交換後、巧換した新しい 
ディスクじ交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす]: i 前の状態に戻すことの 
できるオートリビルド機能を使用することができます。 

オートリビルド機能は、 RAID 1 または5に設定されているディスクアレイで有効です。 

オートリビルドは、故障した八ードディスクドライブをホ、ソトスワップ廣源 ON の状態での 
ディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている間、八ード 
ディスクドライブにあるディスクエラーランプがオレンジ色に点滅してオートリビルドを 
行っていることを示します。 

n-O オートリビルドに失敗ずると、八ードディスクドライブにあるディスクエラーランプびオレ 
ンジ色に点なします。もう一度ディスクの取りがし/取り付けを行ってオートリビルドを実 
行してください。 

オートリビルドを行うときは、次のを意を守ってください。 

• 八ードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を 
OFF にしないでください。 

• 八ードディスクドライブの取り外し/取りがけは、90秒 U 上の間隔をあけて行ってくだ 
さい。 

• 他にリビルド中の八ードディスクドライブがある場合は、ディスクの交換を行わないで 
ください（リビルド中は八ードディスクドライブにあるディスクエラーランプがオレンジ 
色に点滅しています）。 
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本装置のラックか s の引ま出し 


八ードディスクドライブじ(外のオプションの取り付け/取り外しの作業は本装置をラックか 
ら引き化した状態で行います。 



A 注意 


A A 

本装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示 
を守5ないと、义傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがありま 
す。詳しくは、 m ぺージ降の説明をご覧ください。 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引を出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 

AG 


1. 271ページを参照して準備をする。 

2 . 前面左ちの M 6 ネジ2本を取りかす。 




ラックへ戻す場合は、装置側面のレールの前方にあるリリースレバーを手前に引いて、ラッチさ 
れた状態を解除し、装置をラック内へ押し込みます。 
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フロントべゼル 


プ□セ、ソサの取り付け/取り外しの際は、フ□ントべゼルを取り外します。 


1 . 271ページを参照して準備をする。 

2 . フ□ントべゼル左ちの青色の突起を押して、（①)□ックを解除しなが6手前に引いて、フ□ント 
べゼルを取り外す(②)。 
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トップカ八一 


システム内部のデバイスじアクセスする場合は、トップカバーを開けます。 

1. 271ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックか6引き化すに77ページ参照)。 

ストッパによって□ックされるまで引き化してください。 

3. トップカバーにある青いレバーを持ち上げる。 

本体への□ックが外れ、カバーが本体後方へ少しスライドします。 

4. トップカバーを持ち上げて本体か6取りかす。 

M-O システム内部の冷却効果を保つために電源を ON にする前にトップカバーを確実に閉じてく 
ださい。また、冷却性能び低下し内部の部品に損傷をちえないためにカバーを開けたまま運 
用しないで < ださい。 



トップカバーを閉じる前に、装置内部に工具やネジなどを置き忘れていないことや、装置内 
部の部品が磕実に固をされていること、取り付け忘れの部品がないことなどを磕認してくだ 
さい。 
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PCI ボー 


本装置には、 PCI ボードを取り付けることのできるス□、ソトを6ス□、ソト用意しています。 
PCI ボードの中には、本装置の電源が ON のままで取り付け/取り外しができる r ホ、ソトプラ 
グ」をサポートしているものがあります。ホットプラグは、 N 8104 -86/111 100 BASE-TX 
接続ボードと N 8104 -1 19/1201000 BASE - T 接続ボードのみです。 

n-O PCI ボードは大変静電気に弱い電子部品でず。本装置の金属フレーム部分などに触れて身体 
の静電気を逃がしてか 5PCI ボードを取り扱ってください。また、 PCI ボードの端子部分や 
部品を素手で触ったり、 PCI ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関 
する説明は270ページで詳しく説明しています。 


PCI ボードには、 5 V PCI ボードと 3.3 V PCI ボード、ユニバーサル PCI ボードがありますが、 
5 V PCI ボードを本装置に取りがけることはできません。 



① PCI-X ボードス□、ソト 

の- 1: PCI#1 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
の- 2: PCI#2 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
① -3: PCl#3 (64-bit - 266MHz. 3.3V PCI-X) 
① -4: PCI#4 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
①-己： PCI#5 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
① -6: PCI#6 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
(但し、 NEC 純正のオプションボードは 133 MHz 
までサポート） 

③ PCI - X ス□、ソト ATTENTION ランプ 
(名■ス□、ソト(こ1個） 

③ PCI - X ス□、ソト POWER ランプ 
(各ス□、ソトに1個） 



5V PCI ボード 
(使用できません) 


J ~~ LJi _ r 

3.3V PCI ボード 


_r~L_n_ rL_r 

ユニバーサル PCI ボード 
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搭載可能ス□ット 

本装置がサポートしている PCI ボードと搭載可能なス□、ソトの一覧を次に示します。 

搭載可能ス□ット180 Re -3 1台構成時(2, 4プ□セッヴ構成） 


参:標準搭載〇:搭載可能 


型番 

製品名 

PCI-X 

備考 

専用 

#1 

#吕 

#3 

#4 

#己 

#巨 

バス A 

バス B 

バス C 

バス D 

バス E 

バス F 

64- bit / 

133 MHz 

64- bit / 

2 巨巨 MHz 

ス□ットサイズ 

- 

Full-height 

PCI ボードタイプ 

3.3 V 

3.3 V 

搭載可能なボードサイズ 

専用 

□ ング / シヨー ト 

ホットプラグ 

- 

- 

対応 

N8 103-9 已 

SCSI コント□-ラ 

64bit/66MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
か付 SCSI デパイス接続 
用、 HDD 接続不可 

N8 103-7 已 

SCSI コント□-ラ 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
か付 SCSI デパイス接続 
用、 HDD 接続不可 

標準搭載 

SAS ディスクアレイ 
コント□ーラ 

64bit/133MHz PCI-X 

参 







内蔵 SAShHDD 接続 

N8 103-81 

ディスクアレイ 
コント□ーラ 

64bit/66MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
内蔵 HDD への接続不可 

N8 190- 120 

円 bre Channel コント 
□—ラに Gbps/Optical) 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 4 枚まで 

N8 104- 120 

1000 BASE-T 
接続ボードに ch) 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
(AFT 時电最大 2 枚 

N8104-119 

1000 BASE-T 
接続ボード 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
(AFT 時も最大 2 做 

N8104-111 

100BASE-TX 
接続ボード 

32bit/33MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
(AFT 時电最大 2 枚） 

N8104-112 

1000 BASE-SX 
接続ボード 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
(AFT 時ち最大 2 枚） 

N8 104-86 

100BASE-TX 
接続ボード 

32bit/33MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大 2 枚まで 
(AFT 時ち最大 2 枚） 


■L AFT / ALB の Teaming について 

CSdlJ 標準ネットワーク（オンボード LAN ) とオプション LAN ボードで同一の AFT / ALB の Teaming を 
組むことはできません。 


8 オプション 
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搭載可能ス□ット1 80Re-3 2台構成時 (8 プ□セッヴ構成) 


♦:標準搭載〇:搭載可能 





PCI - X (180 Re -31 台目、 2 台目） 





専用 

#1 

#2 

#3 

#4 

#已 

#6 



製品名 

バス A 

バス己 

バス C 

バス D 

バス E 

バス F 





64- bit / 



64- bit / 




型番 



133 MHz 



2巨巨 MHz 



備考 

ス□ットサイズ 

- 

Full-height 


PCI ボードタイプ 

3.3 V 

3.3 V 



搭載可能なボードサイズ 

専用 

□ング/ シヨー ト 



ホットプラグ 

- 

- 

対応 


N 8 103-9 已 

SCSI コント□—ラ 

64 bit /66 MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

180 Re -3 2台あわせて最 
大4枚まで 

(180 Re -3 1台あたり最 
大2枚まで） 

外付け SCSI デバイス接続 
用、 HDD 接続不可 

N 8 103-75 

SCSI コント□—ラ 

64 bit /133 MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

180 Re -3 2台あわせて最 
大4枚まで 

(180 Re -3 1台あたり最 
大2枚まで） 

外付け SCSI デバイス接続 
巧、 HDD 接続不可 

標準搭載 

SAS ディスクアレイ 

64 bit /133 MHz PCI-X 








内蔵 SAS - HDD 巧 


コント□-ラ 


• 







180 Re -3 2台目の SAS 

ディスクアレイコント □ 

ーラ面下の HDD への 0 S 
インストールは不可 

N 8103 -81 

ディスクアレイ 

64 bit /66 MHz PCI 








180 Re -3 2台あわせて最 


コント□-ラ 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

(180 RE -3 1台あたり最 
大2枚まで） 

内蔵 HDD への接続不可 

N 8 190- に0 

Fibre Ch 曰 nnel 〕 ン h 

64 bit /133 MHz PCI-X 








180 Re -3 2台あわせて最 


□—ラに Gbps / Optical ) 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大8枚まで 

(180 Re -3 1台あたり最 
大4枚まで） 

N 8104-に〇 

1000 BASE-T 

64 bit /133 MHz PCI-X 








180 Re -3 2台あわせて最 


接続ボードに ch ) 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

( AFT 時ち最大4枚まで。 
ただし 180 Re -3 1台あた 

U 最大2枚まで） 

N 8104 -1 19 

1000 BASE-T 

64 bit /133 MHz PCI-X 








180 Re -3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

( AFT 時も最大4枚まで。 
ただし 180 Re -3 1台あた 
り最大2枚まで） 

N 8104-111 

100 BASE-TX 

32 bit /33 MHz PCI 








180 Re -3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

( AFT 時ち最大4枚まで。 
ただし 180 Re -3 1台あた 

U 最大2枚まで） 

N 8104-1 12 

1000 BASE-SX 

64 bit /133 MHz PCI-X 








180 Re -3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

( AFT 時も最大4枚まで。 
ただし 180 Re -3 1台あた 
り最大2枚まで） 

N 8 104-86 

100 BASE-TX 

32 bit /33 MHz PCI 








180 Re -3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

( AFT 時ち最大4枚まで。 
ただし 180 Re -3 1台あた 
り最大2枚まで） 


AFT / ALB の Teaming について 

標準ネットワーク(オンボード LAN ) とオプション LAN ボードで同一の AFT / ALB の Teaming を 
組むことはできません。 
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ホットプラクに対応していない PCI ボード 

ホ、ソトプラグに対応していないボードの取りがけ-取り外し手順を示します。 

取り付け 

次の手順に従って PCI ボードス□、ソトに接続するボードの取りがけを行います。 

^ • PCI ボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状と PCI ボードス□、ソトのコネク 

[ P ; 列 夕形状が合っていることを確認してください。 

• PCI ス□ットの間には r インシュレータ」が取り付け6れています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取り外しの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのもので 
す。取り付け/取り外しの後にインシュレータを正しく取り付け6れていること、およ 
び正しく固定されていることを確認してください。 

ジを参照して準備をする。 


271ぺ一 

W-OI 


ホットプラグに対応していないボードはシステムの電源を OFF にして取り付けてください。電 
源び ON のまま取り付けると、システムび誤動作ずるおそれびあります。 


2. 装置をラックか6引き化すに77ページ参照)。 

3. トップカバーを開くに79ぺージ参照)。 

4. ボードを取り付けるス□、ソトを確認する。 

己.取りがける ス □、ソトと同じ位置にある増設 ス □、ソトカバーの先端にあるオレンジ色のリテンシ E 
ンラッチを後方に押して□ックを解除し、タブを開く。 

目.増設 ス □ット カバーを 取り外す。 


I取りがした増設ス□ットカバーは、大切に保管しておいてください。 

7. ダスト カバーを 取りかす。 


I 一 


m 


I取りがしたダストカバーは、大切に保管しておいてください。 

8. フルサイズ（□ングボード）を取り付ける際は、前面側の力ードガイド清色）を開く。 

9. ガイドレールの溝(こボードを合わせてゆっくり本装置内へ差し} A む。 


8 オプション 
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10 . ボードの接続部分がス□、ソトに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。 



うまくボードを取り付け5れないときは、ボードをいったん取りがしてか5取り付け直してく 
ださい。ボードに過度の力を加えるとボードを破損ずるおそれびありまずのでま意してくださ 
い。 


IチェックI 

• □ングボードを取り付けた際は、前面側のカードガイドを閉じてボードを固定して<ださ 
い。 

• PCI ス□ツトの間には r インシュレータ」が取り付け6れています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取りかしの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのものです。 
取りがけ/取りかしの後にインシュレータを正しく取り付け6れていること、および正しく 
固定されていることを確認してください。 


PCI ス□ット タブ リテンションラ、ソチ 



11. タブをゆっくりと閉じてボードを固定する。 

タブが確実(こ□ックされていないと PCI ス□、ソトに電源が供給されず正常に動作しません。確実 
(こ□ックされていることを確認してください。 
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12 . 取りかした部品を取り付ける。 

13. 本装置の電源を ON にして POST の画面でボードに関するエラーメッセージが表示されていないこ 
とを確認する。 

POST のエラーメッセージの詳細については7章を参照してください。 


取り外し 

ボードの取り外しは、取りがけの逆の手順を行って<ださい。 


8 オプション 
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ホットプラグに対応している PCI ボードの取り付け-取り外し 

本装置は、システムの電源が ON のままでホ、ソトプラグに対応した PCI ボード*をを換した 
り、新しく追力□したりすることができます。 

• ホ、ソトプラグに対応しているボードは N 8104 -86/1 11100目 ASE - TX 接続ボードと N 8104 -1 19/ 
1201000目 ASE - T 接続ボードのみです。 

PCI ホットプラグじは、次の機能があります。 

• Hot Add : システムの電源が ON の状態でホ、ソトプラグ対応の PCI ボードの取りが 

けをする。 

• Hot Remove : システムの電源が ON の状態でホ、ソトプラグ対応の PCI ボードの取り外 

しをする。 

• Hot Replace : システムの電源が ON の状態でホ、ソトプラグ対応の PCI ボードの交換を 

する。 

— "〇 • PCI ボードを取りがす際は、必ず OS(Windows Server 2003 x 目4または、 
Windows Server 200 3) か 5 PCI ボードを搭載しているス□ットのドライバを停止 
させなければいけません。この操作をしないとシステムび動作しなくなることびありま 
す。 

• PCI ホットプラグを行う場合は、必ず Administrator の権限を持つユーザーで□グイ 
ンして < ださい。 

• PCI ホットプラグを巧った後に休止状態の機能は使用しないでください。休止状態か5 
再開させる場合に元の状態へ戻5なくなりまず。 

• PCI ス□ット#曰はホットプラグに対応していません。 
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ステータス ランプの確認 

ホ、ソトプラグによるボードの取り付け/取り外しをする場合は、インシュレータの上にある 
2つのランプを参照してください。 

♦ PCI ス □ ット Power ランプ 

そのス□、ソトおよびス□、ソトじ取り付けられている PCI ボードに電力が供給されているこ 
とを示すランプです。本装置の電源が ON の状態で、ボードを固をするリテンションラ、ソ 
チが閉じている間、緑色に点灯します。一度タブを開くと、ボードを取りがけない限り 
緑色に点なしません。 

• PCI ス □ ット Attention ランプ 

PCI ボードや PCI ボードを取りがけたス□、ソトに異常が起きるとオレンジ色に点なしま 
す。また 、 Hot Remove や Hot Replace の際に 0 S からドライバを停止させた場合も点な 
します。 

PCI ス□ット タゾ 



8 オプション 
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Hot Add 

Hot Add は次の手順で行います。 

1 . 電源が ON の状態のまま装置をラ、ソクか6引き化すに77ページ参照)。 

2. トップカバーを開< に79ページ参照)。 

3. ボードを取り付けるス□ットを確認する。 

4. 取り付ける ス □、ソトと同じ位置にある増設 ス □、ソトカバーの先端にあるオレンジ色のリテンシヨ 
ンラッチを後方に押して□ックを解除し、タブを開く。 

I チェック I 

ボードを取り付けたス□、ソトの PCI ス□、ソト Power ランプがあ6かじめ点のしていた場合は、ラ 
ンプが消灯します。 

曰. 増設ス□ットカバーを取り外す。 

ip-oira 

I 取りがした増設ス□ットカバーは、大切に保管しておいてください。 

目. ダスト カバーを 取り外す。 

ip-Oira 

I 取りがしたダストカバーは、大切に保管しておいてください。 

7. フルサイズ（□ングボード）を取りがける際は、前面側の力ードガイド(青色）を開く。 

8. PCI ボードをゆっくり本装置内へ差し込む。 

9. ボードの接続部分がス□、ソトに確実に接続するようしっかりとボードを押し} A む。 



うまくボードを取り付け5れないときは、ボードをいったん取りがしてか5取り付け直してく 
ださい。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれびありますのでま意してくださ 
い。 


I チェック I 

• PCI ス□、ソトの間(こは r インシュレータ」が取り付け6れています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取りかしの際(こボードや搭載済みのボードを保護するためのものです。 
取りがけ/取りかしの後にインシュレータを正しく取り付け6れていること、および正しく 
固定されていることを確認してください。 

• □ングボードを取り付けた際は、カードガイドを閉じてボードを固定してください。 
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PCI ス□ット タブ リテンションラッチ 



10. PCI ボードを手でしっかりと支えなが6ボード(こケーブルを接続する。 

11. タブをゆっくりと閉じてボードを固定する。 

PCI ス□、ソト Power ランプが1度点滅した後、点灯します。 

• L 励 

OS によって自動的にボードが認識されドライバがインストールされます。 

I チェック I 

PCI ボードや PCI ボードを取り付けたス□、ソトに異常があると PCI ス□、ソト Attention ランプが才 
レンジ色に点なします(上図参照)。 

12. トップカバーを閉じ、本装置をラックへ戻す。 


8 オプション 
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13. JU 下の手順で取り付けた PCI ボードが正常に認識され、動作していることを確認する。 

① [コント□-ルパネル]一憎理ツール]一[コンピュータの管理]一[デバイスマネージャ]の順 
でデノ \イスマネージャを起動する。 

② 追加したボード(こカーソルを移動する。 



③プ□パティの r 全般」を表示させて、デバイスの状態が正常に動作していることを確認する。 



PCI ス□、ソトの位置によって 
表示が異なります。 
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Hot Remove 

Hot Remove は次の手順で行います。 

1. 次の手順で取りかしたいホ、ソトプラグ PCI ボードが使用しているデバイスドライバを停止する。 

I 

I PCI ボードを取り外す際は、必ず 0 S か 5 PCI ボードを搭載しているス□ットのドライバを停止 
I させなければいけません。この操作をしないとシステムび動作しなくなることびありまず。 

① [コント□-ルパネル]の[八ードウエアの追加と削除]を開く。 

[八ードウエアの追加と削除]ウィザードが起動します。 

② [次へ]をクリックする。 


!卜阳がの胤) D と肖り除ウイザ—ド 



ハードウェアの追力 D と削除ウイザードの開始 


;のウイザード巧トドウ王アの風) D 、 刖除、取りかし、も'よ U トラカレ 


職瑞祐探 


続行才るには、じれ]をクリツウしてくだ; 


、]をゥリッルてくださ^^^、 


③八ードウエアに関する作業の選択で、[デバイスの削除/取りかし]を選択し、[次へ]をクリツ 
クする。 


/トドウ I アのお加と刖除ウィザ-ド 


A — ドウ I アじ团する巧美の这巧 


A - ドたアじ関してどの巧業を巧いますか？ 


國 


A — ドウがじ聞して巧う巧業を涅巧してじれ]をクリックしてください。 

■ 義しいテ VH スロを樹 D す編玄また(污.バイスが正ち(これ巧していない巧さは、このオプションを进 


巧 


をまし雞 


巧 S イスを巧りかせるよう(コンピュータを絕 fi するじは、このホ 


.ブション卽 


~<戻る(呂 ）—1 厂汝へ(が—キャンヒル 


8 オプション 
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④削除操作の選択で、[デバイスの取り外し]を選択し、[次へ]をクリックする。 



⑥取り外すデバイスの選択でデバイスを選択し、[次へ]をクリックする。 


取0外すデバイスの这巧 

巧りホすデバイスを遽んでください。 



を 


尹りかすデバイスを涅巧してじれ]をクリツルてください。巧りかしのちをぴ應忍されたら] 



Intel(R) PR0/1 加 S Server Adapter -巧巧7 


「邸 S デパイスをま示する迄) 



⑥デバイスの確認で取りかすデバイスが使用しているドライバであることを確認して[次へ]を 
クリ、ソク する。 

[八ードウエアの追加と削除]ウィザードが完了します。 


E 卜阳巧の追加と刖除ウィザ-ド 


デ"イスの坦里 

このデバイスを巧りかしますか？ 


みのテ VW スがき止しま才。じかV]をクリックしてデバイスがきムしてください。 
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⑦[完了]をクリックする。 


A - ドウエアの風]日と刖除ウィザード 



A -ドウエアの追加と削除ウィザードの完了 

A - ドウ巧の胤 D と刖除りィザ-ドが正前こ壳了しましを。 

汝のテ V S イスび正巧に削除されました： 

Intel(R) PRO/100+ Server Adapter (PILA8470 故 

このテV S イスをおおじ用の外す'必要びある場合は、すく"じ巧りかしびできるよ 
うじ》スウバ-じアイ]ンをま示することびできまんこのオプションをほ用才る 
巧さはみのチIックポックスをオン(こしてください： 

口閣规: Earn 概脚:就:隙競 mm 

f よ ; れ 。,I 

ウイザ-ドを閉じるじは、院了]をウル 


は、巧 7] をクリゥクし^^ 

<房る迫） fi ~~是予~~ T # キャン tz ル I 

=夕=^ 


2 . 電源が ON の状態のまま装置をラ、ソクか6引き出すに77ページ参照) C 

3 . トップカバーを開け、取り外す PCI ボードのス□、ソトを確認する。 




取り外す PCI ス□、ソトの PCI ス□、ソト Power ランプが消灯し、 PCI ス□、ソト Attention ランプが点 
灯していることを確認してください。 


4 . ボードに接続しているケーブルをすべて取り外す。 

已.フルサイズ（□ングボード）を取り外す場合は、前面側のカードガイド(青色）を開く。 

巨.オレンジ色のリテンションラッチを後方に押して□ックを解除し、ゆっくりとタブを開いて PCI 
ボードを取りかす。 

PCI ス□ット タブ リテンションラ、ソチ 
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7 . 増設ス□ットカバーを取り外したス□ット(こ取り付け、タブを静かに閉じる。 



PCI ボードを取りがしたス□ットには、本装置の電磁放射特性および冷却性の維持のために必 
ず増設ス□ットカバーを取り付けてください。 


I チェック I 

PCI ス□、ソト Power ランプが1度だけ点滅し、 PCI ス□、ソト Attention ランプが消のすることを確 
認してください。 

8 . ダストカバーを取りがける。 


9 . トップカバーを閉じ、本装置をラック(こ戻す。 
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Hot Replace 

Hot Replace は次の手順で行います。 

1 . 次の手順で巧換したいホ、ソトプラグ PCI ボードが使用しているデバイスドライバを停止する。 

I 

I PCI ボードを取り外す際は、^ f 、ず0 S か5 PCI ボードを搭載しているス□ットのドライバを停止 
I させなければいけません。この操作をしないとシステムび動作しなくなることびありまず。 

① [コント□-ルパネル]の[八ードウエアの追加と削除]を開く。 

[八ードウエアの追加と削除]ウィザードが起動します。 

② [次へ]をクリックする。 



ハードウェアの追加と削除ウイザードの開始 


^^^；^@^^8^議日、議、咖かし、ゎょリトラカレ 


続行才るには、じか]をウリッウレ 


、]をゥリッル！:くださ^^^1、 


③八ードウエア(こ関する作業の選択で、[デバイスの削除/取り外し]を選択し、[次へ]をクリツ 
クする。 


J トドウ I 巧扣 i 加と刖陈ウィザ-ド 


/トドウ I アに团する巧ミのさか 

A- 朽;Iアに関してどのか業を巧いますか？ 


國 


J、 -ドウ: E 乃こ聞して巧うな業を涅巧してじか]を州ックしてください。 


巧しいテV S イスを巧力 D する巧さ、また(巧V W スび正巧じか巧していない巧さは、このオプションをぷ 
> ス緋臓するか、またなデバイスを取りホせるようじ]シピュ-》を勒宙するじは、このオプションを 
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④削除操作の選択で、[デバイスの取り外し]を選択し、[次へ]をクリックする。 



⑥取り外すデバイスの選択でデバイスを選択し、[次へ]をクリックする。 


巧0外すデバイスの这巧 

取り外すデバイスを遽んでください。 


尹口外すデ/ S イスを涅巧してじれ] f きクリックしてください。取口外しの安全ぴ應妨れたら] 

Intel(R) PRO/1 00 S Server Adapter ■巧巧 7 
r M 巧デパイスをま示する迄） 



じ"ティを)」 


キャンかレ」 


⑥デバイスの確認で取りかすデバイスが使用しているドライバであることを確認して[次へ]を 
クリックする。 

[八ードウエアの追加と削除]ウイザードが完了します。 
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⑦[完了]をクリックする。 


-ドウがの追加と刖除ウィザ-ド 



ハードウエアの追カロと削除ウィザードの完了 

A- 阳Iアのお加と刖除ウィザ-ドび正谢こ売了しました。 

みのテV W スび正巧に刖除されました： 

Intel(R) PRO/100+ Server Adapter 們 LA8470B) 

このテV S イスを巧巧に巧りかす必要びある巧をは、才く"じ巧りかしぴできるよ 

籍獻兢る管鹿離翁す。 この オプション画る 


ウイザ-ドを閉喊じは、院了] 


は、巧了]をクリゥか：^^^^^ 


2 . 電源が ON の状態のまま装置をラ、ソクか6引き化すに77ページ参照)。 

3 . トップカバーを開け、取り外す PCI ボードのス□、ソトを確認する。 


I チェック I 


取り外す PCI ス□、ソトの PCI ス□、ソト Power ランプが消灯し、 PCI ス□、ソト Attention ランプが点 
义了していることを確認してください。 


4 . ボードに接続しているケーブルをすべて取りかす。 

己.フルサイズ（□ングボード）を取り外す場合は、前面側のカードガイド(青色）を開く。 

目.オレンジ色のリテンションラッチを後方に押して□ックを解除し、ゆっくりとタブを開いて PCI 
ボードを取りかす。 

PCI ス□ット タブ リテンションラッチ 
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7. PCI ボードをゆっくり本装置内へ差し} A む。 


8 . ボードの接続部分がス□、ソトに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。 



うまくボードを取り付け5れないときは、ボードをいったん取りがしてか5取り付け直してく 
ださい。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれびありまずのでま意してくださ 
い。 


I チェック I 

• PCI ス□、ソトの間(こは r インシュレータ」が取り付け6れています。インシュレータは PCI 
ボードの取りがけ/取りかしの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのものです。 
取り付け/取り外しの後にインシュレータを正しく取り付け6れていること、および正しく 
固定されていることを確認してください。 

• □ングボードを取り付けた際は、カードガイドを閉じてボードを固定してください。 


PCI ス□ット タブ リテンションラッチ 



9. PCI ボードを手でしっかりと支えなが6ボードにケーブルを接続する。 
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10 . タブをゆっくりと閉じてボードを固定する。 

PCU □、ソト Attention ランプが消のし、 PCI ス□、ソト Power ランプが1度点滅した後、点のしま 
す。 


，:一圆 

0 S によって自動的にボードが認識されドライバがインストールされます。 


I チェッ匀 


PCI ボードや PCI ボードを取り付けたス□、ソト(こ異常があると PCI ス□、ソト Attention ランプが才 
レンジ色に点灯します(前ページの図参照)。 


11. トップカバーを閉じ、本装置をラックに戻す。 

12. U 下の手順で取りがけた PCI ボードが正常に認識され、動作していることを確認する。 

① [コント□-ルパネル]一[管理ツール]一[コンピュータの管理]一[デバイスマネージャ]の順 
でデバイスマネージャを起動する。 

② 追加した ボー ドに カーソルを 移動する。 


IJ 撕がかま示(^^) ]J < 3 = - ► I を[画窗 I 曾山远 ' 化 X 


ツリ -I 

^コンピュ-夕の管理（□-カル> 

回 あ システムツール 
因励イペントピュ-ア 
因巧システム巧郎 
田堀バフォ-マンス□ヴと营告 
田9なちフォルダ 
!デバイスマネ-ジャ 
因® □—カルユーザーとヴループ 
日留 i 己怕域 

D ディスクの昔巧 
お ディスクデフラヴツール 
g 論理ドライブ 
をげリム-バブル記憶域 
因敌サイスとアプリケーンヨン 


日鸟 NEC - YKMPRO 14014 

田な DVD / CD - R 0 M ドライブ 

因る IDE ATA / ATA 円コント□ーラ 

田今 SCSI と RAID コント□ーラ 

面'^ USB (Universal Serial Bus )] ント□ーラ 

因^§キーボード 

因坦コンピュ-夕 

B % サウンド、ピデオ、わが)ザーム〕ント□ーラ 
因坦システムデバイス 
因 d ディスクドライブ 
因受ディスプレイァタブタ 
日巧ネットワーウァ巧プタ 

巧 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 
的 删曲測 邏|11111'13888138818§1 
田るフ□ツビ-ディスウコントロ-ラ 
■& フ□ツビーディスクドライブ 
ポート （ COM と LPT ) 

マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 
を…受に夕 
因 N > を碟おアタプタ 


j 寒三 


T 


③プ□パティの r 全般」を表示させて、デバイスの状態が正常(こ動作していることを確認する。 

脚日化 W なの11111んん ilium 圓 ggg 巧厄 _?jxj| 

を肢 I 詳を 111 記定 I ドライバ I リリース I 
ザがも InteKFO P 防/ 1000 XT Server Adapter #2 


デパイスの種辨 
製话元： 

巧所 

デがつのが化- 


ネットワ-クアタプタ 
Intel 

巧所 5 ( PCI バス 7 . デバイス 3 . 機お 0 ) 


/ pD デバイスは正徹こか巧しています。 A _J 

[ トラブル シュー ティンヴ] を クリックし^ ル 


d 


I トラブルシュ-ティンヴの 


デバイスのほ用恍、兄屯)： 


にのデバイスをほう(ちか） 


] 


J キャン t ル 


* PCI ス□、ソトの位置によって 
表示が異なりまず。 
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メモリパックボー 


メモリ （ DIMM ) を増設または交換するときにメモリバックボードを取り外します。本装置は 
標準で2枚のメモリバックボードを搭載しております。標準のメモリバックボードを含め最 
大4枚まで増設巧能です。このことにより本装置1台で最大 32 G 目、本装置を2台接続して8プ 
□セ、ソサ構成じした場合は最大 64 G 巨のメモリを搭載することが巧能となります。 

故障した DIMM やメモリバックボードを巧換する場合、メモリがあらかじめミラーリング構 
成に設定されて冗長機能を持たせていれば、メモリバックボードはホ、ソトスワップ(電源 ON 
の状態での交換）できます。 


■I ： • メモリ （ DIMM ) は標準で1枚目のメモリバックボード上に2枚搭載済み。メモリバック 

ボード1枚につきメモリを2セット (4 枚)搭載可能。 

• 本体装置に標準メモリと増設メモリを合わせて5セットじ Lb 搭載する場合にメモリバッ 
クボードの増設が必要となります。 

• メモリバックボードのホットスワップの手順については、この後の DIMM のメモリホッ 
トプラグ機能1およびメモリホットプラグ機能2を参照してください。 

• メモリミラーリング機能を使用する場合はあらかじめ BIOS Configuration / Setup ユー 
ティリティにて設をが必要となります。 


取り外し 

次の手順に従ってメモリバックボードを取り外します。 

n-O メモリバックボードは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れ 
て身体の静電気を逃がしてか5ボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や 
部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する 
説明は270ページで詳しく説明しています。 

1. 271ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックか6引き化すに77ページ参 

3. 卜、ソプカバーを 外す に 79ページ参照)。 

4. 取りかすメモリバックボードのス□、ソト 
を確認する。 

• L 励 

AC ケーブルをないてもメモ リバック 
ボードの Memory Port Power ランプが 
点灯する場合がありますが故障ではあ 
りません。ランプが点灯した状態でも 
ボードを取り外すことができます。 

己. メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてか6レバール(②)を 
開きます。 

ip-oira 

I レバー大とレバー小の操作を同時に行わないでください。 
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目.レバーを開いた状態のままで、メモリバックボードを持ち上げて装置か6外す。 

7. DIMM コネクタがある面を上にして、メモリバックボードを(下の条件を満たす場所にていねい 
(こ置く。 

- ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 


取り付け 

取りがけは r 取り外し」の逆を行ってください。 

I n-O メモリバックボードを取り付ける際には、レバー小を完全に閉じてか5レバー大を閉じてく 
ださい。 
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DIMM 


Dual Inline Memory Module(DIMM) の取りがけ-取り外しの方まや、メモリミラーリング 
機能について説明します。 

本装置に取りがけられているメモリバックボードには DDRI 400の ECC SDRAM DIMM を 
4枚取り付けることができます。メモリバックボードは標準搭載の2枚を含め最大4枚まで増 
設可能です。このことにより本装置1台で最大 32G 巨、本装置を2台接続して8プ□セ、ソサ構 
成にした場合は最大 64G 目のメモリを搭載することが可能となります。 

故障した DIMM やメモリバックボードを巧換する場合、メモリがあらかじめミラーリング構 
ぶに設をされて冗長機能を持たせていれば、メモリバックボードはホ、ソトスワップ(電源 ON 
の状態での交換）で交換することができます。 

■: • メモリ （ DIMM ) は標準で1枚目のメモリバックボード上に2枚搭載済み。メモリバック 

じン。 ボード1物:につきメモリを2セット (4 枚)搭載可能。 

• 本体装置に標準メモリと増設メモリを合わせて5セットじ(上搭載する場合にメモリバッ 
クボードの増設が必、要となります。 

• メモリバックボードのホットスワップの手順については、この後のメモリホットプラグ 
機能1およびメモリホットプラグ機能2を参照してください。 

• メモリミラーリング機能を使用する場合はあらかじめ BIOS Configuration / Setup ュー 
ティリティにて設をが必要となります。 

• OS の種類によってシステムで使用可能な最大メモリ容量が異なります。 

0S がサポートする最大メモリ容量と利用可能なメモリ容量について 

- 0S がサポートする最大メモリ容量は下記の表を参照してください。 

-チップセットの仕様などにより PCI リソース領域として約 750MB メモリを使用する 
ため、実際に使用できるメモリ容量は搭載メモリ容量よりも少なくなることがあり 
ます(搭載する PCI ボードの種類/枚数によって異なります）。また、8プ□セ、ソサ構 
成時には、 PCMJ ソースとは別にチップセットが 512MB (崖体あたり 256MB) をよ 
有するため、実際に使用できるメモリ容量は少なくなります。 


使用。 5 

2,4 プ□セツヴ構成時 
(本体装置 1 台） 

8 プ□セッヴ構成時 
(本体装置 2 台） 

Microsoft Windows Server 2003, 
Enterprise Edition 

OS の最大サポートメモリ容量 32GB 

搭載可能メモリ容量: 2GB 〜 32G 己 
使用可能メモリ容量:上記参照 

搭載可能メモリ容量： 

4G 己に G 己 X2 台)〜 64GB(32G 己 X2 台） 
使用可能メモリ容量:上記参照 

Microsoft Windows Server 2003, 
Enterprise X64 Edition 

OS の最大サポートメモリ容量己 12GB 

搭載巧能メモリ容量:〜 32GB(64GB) 

使用可能メモリ容量:上記参照 
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取り付け 


次の手順に従って DIMM を取り付けます。 


国 


DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れて身体 
の静電気を逃がしてか5ボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品 
を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する 
説明は270ページで詳しく説明していまず。 

NEC で指定していない DIMM を使用しないでください。ヴードパーティの DIMM など 
を取り付けると、 DIMM だけでなく本装置び故障ずるおそれびあります。また、これ5 
の製品び原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。 

インタリーブ装置であるため、 Bank 単位に2枚の DIMM ボードを増設してください。 

1つの Bank 内には同一 NEC 型番の DIMM ボードを実装してください。異なった NEC 
型番の DIMM ボードを実装ずると動作しません。 


1. 271ページを参照して準備をする。 

2 . 装置をラックか6引き化すに77ページ参照 ) C 

3. トップカバーを外すに79ページ参照)。 

4. メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてか6レバール(②)を 
開<。 


レバー大とレバールの操作を同時に巧 
ねないで < ださい。 


曰.レバーを開いた状態のままで、メモリ 
バックボードを持ち上げて装置か6外 
す。 

6 . メモリバックボードを取り外し 、 DIMM 
コネクタがある面を上(こして]:下の条件 
を満たす場所にていねいに置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 

7. DIMM を取りがけるソケット両側にある 
レバーをいっぱい(こ開き、ソケットカ 
バーを取り外す。 



レバーに過度の力を加えないようま意してください。 
取り外したダストカバーは、大切に保管しておいてください。 
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8 . DIMM をソケットにまっすぐ押し込む。 


I チェック I 

DIMM の向きじを意してください。 
DIMM の端子側(こは誤挿入を防止する 
ための切り欠きがあります。 

DIMM が DIMM ソケツトに差し込まれ 
るとレバーが自動的に閉じます。レ 
バーを内側に押して完全に閉じて < だ 
さい。 

I VT-Ol^ 

I DIMM は2枚1組で取り付けてくださ 
I し、。また同一仕様のメモリセツトを使 
I 用して<ださい。 



9. メモリバックボードを本装置のス□、ソト(こ取りがけ直す。 



メモリバックボードを取り付ける際には、レバールを完全に閉じてか5レバー大を閉じてくだ 
さい。 


10 . トップカバーを取り付け直し、取りかした部品を取り付ける。 


11. 本装置の電源を ON にして POST でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。 

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、7章のエラーメッセージー覧 
を参照してください。 


12. Windows Server 2003を使用している場合は、ぺージングファイルサイズを推奨值(搭載メモリ 
の1.日倍)]:>(上に設定する。 
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取り外し 


次の手順に従って DIMM を取り外します。 


DIMM は大変静電気に弱い電子部品でず。本装置の金属フレーム部分などに触れて身体の 
静電気を逃がしてか5ボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手 
で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関ずる説明は 
270ページで詳しく説明しています。 


一 • 故障した DIMM を取り外す場合は、 POST や ESMPR 0 で表示されるエラーメッセージを 
云巧] 確認して、取り付けている DIMM ソケット旧 ank ) を確認してください。 

• 故障した DIMM のス□、ソトのエラーランプと、その DIMM が実装されているメモリバ、ソ 
クボードのエラーランプが点のします。 


1. 271ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックか6引き化すに77ページ参照)。 

3. トップカバーをかすに79ページ参照)。 

4. 取り外すメモリバックボードのス□、ソトを確認する。 

己.メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてか6レバール(②)を 
開<。 


レバー大とレバールの操作を同時に行 
ねないで < ださい。 

6 . レバーを開いた状態のままで、メモリ 
バックボードを持ち上げて装置か6外 
す。 

7. DIMM コネクタがある面を上(こして、メ 
モリバックボードをじ(下の条件を満たす 
場所(こていねい(こ置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 



8 オプション 
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8 . ソケット両側にあるレバーをいっぱいに 
開き(①)、 DIMM を取り外す(②)。 

vrOh^ 

• レバーに過度の力を加えないよラ 
ま意してください。 

• DIMM を取り外したソケットには 
ソケットカバーを取り付けてくだ 
さい。 

9. メモリバックボードを本装置のス□、ソト 
に取り付け直す。 



メモリバックボードを取り付ける際には、レバールを完全に閉じてか5レバー大を閉じてくだ 
さい。 

10 . トップカバーを取り付け直し、取りかした部品を取り付ける。 

11. 本装置の電源を ON にして POST でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。 

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、7章のエラーメッセージー覧 
を参照してください。 

12. BIOS Configuration/Setup ユーティリティを起動し 、 「Advanced Setup 」 一 「Memory 
Settings 」 一 「Memory Card n /」 の順でメニューを選択し、取り外した Bank のエラー情報をクリ 
アする （125 ぺージ参照)。その後に ave Settings 」 を選択して設定を保をする（日章参照)。 
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メモリ=ラーリング機 ig 

メモリ=ラーセツト #1 

メモリ=ラーセツト #2 

メモリ=ラーセツト #1 

メモリ=ラーセツト #2 


メモリバックボード 

#1 (標準） 

#2 (標準 

#3 (増誠 

#4 (増誠 

物理メモリ 
容量合計 

論理メモリ 
容量合計 

ミラーリング構成例 

DIMM # 1,3 

DIMM #2, 4 

DIMM # 1,3 

DIMM #2, 4 

DIMM # 1,3 

DIMM 松， 4 

DIMM # 1,3 

DIMM 松， 4 

パターン 1 

標準 2 雄 




増設 2 GB 




4 G 己 

2 G 己 

パターン 2 

標準 2 雄 

増設 2 G 己 



増設 2 GB 

増設 2 G 己 



8 G 己 

4 G 己 

パターン 3 

標準 2 GB 

増設 4 GB 



増設 2 GB 

増設 4 GB 



12 GB 

6 G 己 

パターン 4 

増設 4 GB * 

増設 4 G 己 



増設 4 GB 

増設 4 GB 



16 GB 

8 G 己 

パターン 5 

標準 2 雄 


増設 2 G 己 


増設 2 GB 


増設 2 G 己 


8 G 己 

4 G 己 

パターン 6 

標準 2 雄 

増設 2 GB 

増設 2 G 己 

増設 2 G 己 

増設 2 GB 

増設 2 G 己 

増設 2 G 己 

増設 2 GB 

16 GB 

8 G 己 

パターン 7 

標準 2 雄 

増設 4 GB 

増設 2 G 己 

増設 4 G 己 

増設 2 GB 

増設 4 G 己 

標準 2 G 己 

増設 4 GB 

24 GB 

に G 己 

パターン 8 

増設 4 GB * 

増設 4 G 己 

増設 4 G 己 

増設 4 GB 

増設 4 G 己 

増設 4 G 己 

増設 4 GB 

増設 4 G 己 

32 GB 

16 G 己 


ホ標準のメモリを交換 


メモリミラーリングを使用する際のを意事項や留意点をじ(下に示します。 

-メモリミラーリングを使用する場合は、ミラーを構成するそれぞれのメモリバックボー 
ド上の DIMM の構成を同一の NEC 型番の組み合わせじしてください。 

-メモリミラーリング機能は、メモリバックボード間で対応巧能です。ミラーリングが巧 
能な組み合わせ(ミラーセット)は、廳準メモリバックボード# 1- 増設メモリバックボー 
ド# 3] 、[標準メモリバックボード#2-増設メモリバックボード# 4] のみ。 


メモリミラーリンク機能/メモリホットプラク機能 

本装置では r メモリミラーリング機能」、「メモリホ、ソトプラグ機能」をサポートしています。 
これらの機能を使用する場合には、環境が構築できる構成にて 、 BIOS Configuration / 
Setup ユーティリティよりサポートする機能を選択します。 


メモリミラーリング機能について 

メモリミラーリング機能とは、1つのメモリバックボードを予備として待機させることによ 
り、運用しているメモリバックボードで訂正不可能なエラーが発生した場合、待機させてい 
るメモリバックボードに運用を切りかえる機能です。この機能を使用する場合には、運用/ 
待機するメモリボードを組み合わせます。 

メモリバックボード1とメモリバックボード3を実装してミラーリングするか、あるいはメモ 
リバ、ソクボードを4枚実装し、メモリバックボード1と3の組み合わせ、メモリバックボード 
2と4の組み合わせでミラーリングする設定が巧能です。 

メモリミラーリング機能を有効にするためには、組み合わせたをメモリボードを同じ容量の 
DIMM で構成を合わせる必要があります。 

次に取り付け時の組み合わせパターンの例を示します。 


#2 - #4間でミラー 


#1-#3間でミラー 






8 オプション 
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-メモリミラーリングは、設をを有効じしている場合、 0 S 動作中に動作します。 

-メモリバックボード#1と#3でミラー構成にする場合でも、必ず増設メモリバックボード 
をス□ット#3、#4じ増設してください。（標準搭載されている#2のメモリバックボード 
をス□、ソト#3に移動することはできません)なお、この場合、ス□ット#2のメモリバ、ソ 
クボー ド(標準）と、ス□、ソト#4のメモリバックボード(増設）には DIMM は搭載されてい 
ません。 


メモリミラーリングを有効にするために 、 BIOS Configuration / Setup ユーティリティを 
使ってじ(下の手順で設定します。 

1. 前述の表を参照し、 DIMM を取り付ける。 

2. システムの電源を ON にし、目 IOS Configuration / Setup ユーティリティを起動する。 

3. 「Advanced Setup 」 一 「Memory Settings 」 一 「Memory Array Setting 」 一 「FAMM (Full Array 
Memory Mirroring )」 を選択する。 

4. 設定内容を保存し、目 IOS Configuration / Setup ユーティリティを終了する。 

- 8プ□セ、ソサ構成体体装置 X 2台接続)時は、それぞれの崖体内のメモリバックボード間 
のみでメモリミラーリング構成が可能。異なる崖体間ではミラーリング機能は使用でき 
ません。 


- 8プ□セ、ソサ構成(本体装置 X 2台接続)樹ま、両方の本体装置でメモリミラーリング構成 
としてください。また、目 IOS Configuration / Setup ユーティリティでの設定:は両方の本 
体装置で行って<ださい。 

-メモリミラーリング機能は目 TO 組込み対象外となります。 


構成 


メモリミラーリング未使用時 


メモリミラーリング構成時 


構成イメージ 


標準メモリ 
バックボード （#1) 


標準メモリ 
バックボード （#2) 










[iiii iiiij] liiii iiii[| 





11111 nil)] [iiii iiiij] I 
11111 iiiin [nil nil]] I 


[■III ■■■■日 j 

[iiii ■■■■日 I 


liiii Hill 

iim mil] 


j linrMnl) liiii iintl j j liiii iiiit) Inii 'iiiil) j 
I ||iyj^ Inyj^ j I Inyj^ ImiJ^ j 


増設メモリ 
バックボード （#3) 


増設メモリ 
バックボード （#4) 


概要 


冗長構成なし 
(工場出荷時） 


冗長構成あり 

2 枚のメモリバックボード上 (が-#3、 #2-#4) のメモリ上の 
データをミラーリング 


(物理容量と同一容量を使用巧） 


X 

(物理容量の1/2のみ使用巧） 


HotPlug 対応 


X 本1 

(システム運用中の交換不可） 


0*1 

(システム運用中の交換巧） 


信頼性 


(メモリ冗長構成なし） 


◎ 

(メモリフル冗長） 


* 1 増設メモリボードの IMM 2 枚)単位での H 饥 Add (追抑可能。 (Windows Server 2003 Enterprise Edition のみ) 
HotAdd を使用ずる場合は团 OS セットアップにて設定が必要となります。 

HotAdd (追抑は、標準メモリバ、ソクボードに 4GBU 上のメモリ容量が予め搭載されている場合のみ巧能です。 


308 
































































































メモリホットプラグ機能1 (Hot Replace ) 

メモリミラーリング構成により、メモリが冗長構成になっていれば、 0 S が動作中でも DIMM 
を取り外すことができます。ホ、ソトプラグでの DIMM のを換可否は LED の点なパターンで確 
認できます。 


メモ U 三ラ ー U ング 

エラー 

メモ U ホット 
スワップ 
Enabled ランプ 

メモリバック 
ボード 

エラーランプ 

メモリボード 
パワーランプ 

ホットプラグでの DIMM の 
交換可否 

無効 

なし 

消灯 

消灯 

緑点灯 

一（正常-非冗長） 

あり 

消灯 

アンバー点灯 

消灯 

な換不巧 

有効 

なし 

緑点灯 

消灯 

緑点灯 

一（正常-冗長） 

あり 

緑点灯 

アンバー点灯 

消灯 

エラーした メモリバックボ 
ー ドを示す。交換可能 

消灯 

消灯 

緑点灯 

一（正常-非冗長） 


メモリホットスワップ メモリバックボード メモリボード 

Enabled ランプ エラーランプ パワーランプ 



1 . 電源が ON の状態のまま装置をラ、ソクか6引き出すに77ぺージ参照)。 

2. トップカバーを外す （279 ぺージ参照)。 

3. 取り外すメモリバックボードのス□、ソトを確認する。 

I チェック I 

メモリバックボード上のメモリホットスワップ Enabled ランプ、エラーランプが点のし、メモ 
リポートパワーランプが消なしていることを確認します。 

• L 回 

DIMM が故障した場合、故障した DIMM のスロットのエラーランプと、その DIMM が実装されて 
いるメモリバックボードのエラーランプが点灯しています。 


8 オプション 
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4. 


己. 


目. 


メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全(こ開いてか6レバール(②)を 
開<。 

I p-Ob^ 

I レバー大とレバールの操作を同時に行 
I ねないで< ださい。 

レバーを開いた状態のままで、メモリ 
バックボードを持ち上げて装置か6か 
す。 


DIMM コネクタがある面を上にして ]: _rF 
の条件を満たす場所にていねいに置く。 

-ほこりの少ない場所 
-水などの液体がかかるおそれのない場所 
-静電気や磁気が発生するおそれのない場所 




7. ソケット両側にあるレバーをいっぱいに 
開き（①）、故障した DIMM を取り外す 
(②)。 



I レバーに過度の力を加えないようま意 
I して< ださい。 



8 . 新しい DIMM を取り付ける。 

9. メモリバックボードを本装置のス□、ソト 
に取り付け直す。 

p-Ol^ 

メモリバックボードを取り付ける際に 
は、レバールを完全に閉じてか5レ 
パー大を閉じてください。 

Memory Ho 卜 Swap Enabled のランプが 
点滅を開始し、メモリの冗長性の回復 
が行われます。メモリの冗長性の回復 
完了までには数分〜数十分かかりま 
す。（メモリの容量、システム負荷に化 
存します）。 



レバー 


10 . トップカバーを取り付け直し、取りかした部品を取り付ける。 
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メモリホットプラグ機能 2 (Hot Add メモリ機能） 

Windows Server 2003 Enterprise Edition において、 Hot - Add メモリ機能を使用すること 
ができます 。 Hot Add メモリ機能によりシステムをシャットダウンすることなく、物理メモ 
リを追力□することができます。 




Hot - Add メモリ機能を使用する際は、必下の条件が必要です。 

• 増設メモリバックボード用のスロットが空いていること。 

• 標準搭載のメモリバックボードに 4 GB 必上のメモリが搭載されていること。 

• あらかじめに(下の手順で B I OS 設をがされていること。 

1. システムの電源を ON にし 、 BIOS Configuration / Setup ユーテイリテイを起動 
する。 

2. 「Advanced Setup」-*TMemory Se け ings」-*TMemory Array Se け ing」-*THAM 
(Hot Add Memory )」 を還ネ尺する。 

3. 設定!内容を保存し 、 BIOS Configuration / Setup ユーティリテイを終了する。 


1. 電源が ON の状態のまま装置をラ、ソクか6引き出すに77ページ参照)。 

2. トップカバーをかすに79ページ参照)。 

3. Hot Add するメモリバックボードのス□、ソトを確認する。 

4. Hot Add するメモリバックボードの DIMM コネクタがある面を上(こして J ： i 下の条件を満たす場所 
にていねい(こ置く。 


一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 

己.ソケット両側にあるレバーをいっぱい(こ 
開き、追加する DIMM を取り付ける。 


レバーに過度の力を加えないようま意 
して < ださい。 

目. メモリバックボードを本装置のス□、ソト 
に取り付ける。 


w-Ol 

メモ IJ パ 


くックボードを取り付ける際に 
は、レバールを完全に閉じてか5レ 
バー大を閉じてください。 


7. 2枚目のメモリバックボードも同様の手順で取り付ける。 



レバー 


^^、ず2枚のメモリバックボードを取り付けてください。2枚目のメモリバックボードを取り付け 
た後、十数秒程度で OS か5認識されまず。 OS か5の認識び完了するまで、メモリバックボー 
ドの エラー ランプび，ななします。 


8 オプション 


8 . トップカバーを取り付け直し、取り外した部品を取り付ける。 
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プロセツサボー 


プ□セ、ソサを増設または交換するときじプ□セ、ソサボードを取り外します。 

取り外し 

次の手順に従ってプ□セ、ソサボードを取り外します。 

n-O プ□セッサボードは大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れ 
て身体の静電気を逃がしてか5ボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部 
品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説 
明は270ぺージで詳しく説明しています。 

1. 271ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックか6引き化すに77ページ参照)。 

3. 卜 、ソプ カバーをかすに79ページ参照)。 

4. フ□ントべゼルを取り外す （278 ぺージ参照）。 

己. すべてのファンとメモリバックボードを取りかす。 
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巨.リリースラッチを下図の矢印の方向にセットし、□ックを解除する。 

7. 左ちのイジェクトレバーの先端にあるタブを指で手前に引きなが6□ックを解除し、イジェクト 
レバーをいっぱい(こ開く。 

8. 左ちのイジェクトレバーをしっかりと持ってプ□セ、ソサボードを引き化す。 

途中まで引き化すと、一旦ラ、ソチされます。 

9. プ□セ、ソサボードの両側面にあるリリースタブを押し} A みなが6手前(こ引き、プ□セ、ソサボード 
を兀主-、し弓 I き 止)す 0 




• プ□セツサボードの重量は最大約 10 K 呂あります。取り付け/取りがしの際には、落として 
けびをしないようごま意ください。 

• 取りがず際にコネクタを霞体にぶつけないようにごま意ください。途中まで引き出した 5 奥 
を持ち上げ気味にしなび 5 巧くとコネクタを讀体にぶつけずに取りがずことびできます。 


10. プ□セッサボードを iU 下の条件を満たす場所(こていねいじ置<。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 


取り付け 

取り付けは r 取り外し」の逆を行ってください。 


8 オプション 
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プ□セツサに PU ) 


プ□セツサボードには、 CPU (デュアルコア Intel Xeon Processor ） を4つ搭載することがで 
きるソケットがあります(標準で2つ搭載)。 



プ□セ、ソサ (CPU)#4 VRM 
ソケット（増設用） 


プ□セ、ソサ (CPU)#3 VRM 
ソケット（増設用） 


増設できるプロセッサの種類はモデルにより異なります。 

必ず各モデルにが応した型番のプロセッサを取り付けてください。 

本体装置が N 8100 -1066 場合、 N 8101 -313 増設プロセッサボードを、本体装置が N 8100- 
1067の場合、 N 8101 -31 4増設プロセッサボードを使用します。 
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取り付け 

次の手順に従ってプ□セ、ソサを取り付けます。 

M-O • プ□セッサは大変静電気に弱い電子部品でず。本装置の金属フレーム部分などに触れて 
居^ 身体の静電気を逃がしてか 5 プ□セッサを取り扱ってください。また、プ□セッヴのピ 

ンを素手で触ったり、プ□セッサを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に 
関する説明は 270 ページで詳しく説明しています。 

• プ□セッサの増設は必ず2個単位で巧ってください。 

• プ□セッサび取り付け 5 れていないス□ットには、プ□セッサバッフルび取り付け 5 れ 
ています。これ 5 は適切なエアフ□一を確保し、プ□セッサの冷却効果を維持ずるため 
に必要な部材でず。プ□セッサを増設しない場をは、必ずプ□セッサバッフルを取り付 
けて < ださい。 

1. 271 ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックか 6 引き化すに 77 ページ参照)。 

3. トップカバーをかすに 79 ページ参照)。 

4. フ□ントべゼルを取り外すに 78 ページ参照）。 

已. プ□セ、ソサボードを取り外す (312 ページ参照)。 

目. 取りかしたプ□セッサボードを、下の条件を満たす場所にていねい(こ置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 
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7 . プ□セ、ソサボードか6エアバッフルを取り外す。 

8 . プ□セ、ソサを増設するソケット#3、#4(こ取り付け6れているプ□セッサバ、ソフルを取り外す。 

9 . ソケット#3、#4じ貼付されている保護ラベルを取りかす。 

10 . ソケット#3，#4のリリースレバーを完全に開いた位置(13日°の角度)まで引き上げる。 




11. プ□セ、ソサをソケットの上に位置づけ、ピンマークの位置(こを意しなが6プ□セ、ソサをソケット 
(こ挿し} A む。 


プ□セ、ソサ 




I プ□セッサのピンを巧ばないよう、ソケットに挿し込む時は力を入れずざないでください。 

12. リリースレバーを閉じて、プ□セ、ソサを固定する。 
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13 . ヒートシンククリップを開く。 

a. ヒートシンククリップの中央を押し下げます。これ(こよって、ヒートシンククリップが曲が 
り、ヒートシンクソケット上のタブか6開放されます。 

b. ヒートシンククリップを完全に開いた位置(約90° ) まで引き上げます。 



14 . ヒートシンクを用意し、ヒートシンクの底か6カバーを外す。 

15. ヒートシンクをプ□セ、ソサ上の正しい方向 ("FRONT" をプ□セッサボード前面)(こ置き、ヒートシ 
ンククリップを閉じ、ヒートシンクソケットのタブに掛ける。 

•L 回 

プロセッサ、ヒートシンクの取り付け順序は、プロセッサ#4一#3の順で取り付けてくださ 

い。 



FRONT 
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16. VRM ソケットに VRM を取り付けます。取り付け順唐は、 VRM#3 一 VRM#4 の順で取り付け 
る。 

VRM の向きにミ主意してください。 VRM の端子側には誤挿人を防止するための切り欠きがありま 
す。 VRM が VRM ソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。レバーを内側に押して 
完全に閉じてください。 

17. エアバッフルを、取り付け方向を確認し、ヒートシンクの溝に合わせて取り付ける。 

18. プ□セ、ソサボードを装置本体に取り付ける。 

a. リリースラッチが開いていることを確認してか6、プ□セ、ソサボードを装置本体に押し込みま 
す。 

b. プ □セ、 ソサボードのレバーを閉じて、このレバーの ラ、 ソチがしっかり掛かっていることを確認 
します。 

C. リリースラ、ソチを押し下げます。 

d. ファンとメモリバックボードを装置本体(こ取り付けます。 

19. フ□ントべゼルを取り付ける。 

20. トップカバーを取り付ける。 

21. 装置をラック内へ押し込む。 

22. 取りかした部品を全て取りがける。 
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本製品は、2台の装置をオプションの 8- Way アップグレード羊、ソトを使用して接続すること 
により、8プ□セ、ソサ構成じすることが巧能です。 

8プ□セ、ソサ構成は、 

-専用ケーブルによる SMP 拡張ポート闇接続 
-リモートスーパーバイザアダプタ IKRSA II )間のネットワーク接続 
-を装置の BIOS 設を 

—リモートスーパーバイザアダプタ II (RSA II )の ASM Web インタフエースでの設定 
によって実現されます。 

ここでは、8プ□セ、ソサにアップグレードするにあたり、考慮しておくべき内容じついて説 
明します。アップグレードのためのケーブルの接続方まや 、 RSA II への設定手順、その他を 
意事項については、オプションの 8- Way アップグレード车ットに添付の説明書を参照してく 
ださい。 

8プ□セ、ソサへのアップグレードを行う前に、じ(下の点にを意してください。 

♦ 8プ□セ、ソサ構成は、一つのオペレーティングシステムで運用される1つのサーバシステ 
ムです。2台の装置は立ち上げ時に接続処理が行われ、1台の装置として機能するようじ 
なります。2台の装置が連携して動作するクラスタシステムや、冗長性を持つフォールト 
トレラントシステムではありません。 

♦ 8プ□セ、ソサを構成する2台の装置は、同ーラックに上下に隣り合って搭載する必要があ 
ります。 

♦ 2台の装置は、オプションの 8- Way アップグレードキ、ソトに含まれる 2.3 m のスケーラビ 
リティケーブル2本で SMP 拡張ポート間を接続されます。 

♦ 2台の装置の RSA II は同ーネットワークに接続される必要があります。このネットワー 
クは専用ネットワークとすることを推奨します 。 RSA II 間のネットワーク接続は、8プ 
□セ、ソサ構成で運用するためには必須です。また、新規に2台の装置を接続する、あるい 
は保守のためじ2台の装置の切り離しを行う場合は、管理用 PC を同ーネットワークに接 
続する必要があります。 

♦ 2台の装置のうち、一方をプライマリ墮体、ちう一方をセカンダリ墮体としてを義する必 
要があります。オペレーティングシステムはプライマリ崖体の八ードディスクにインス 
I -ールされる必要があります。 

♦ 必ず PS /2 タイプのキーボードをプライマリ崖体に接続する必要があります。8プ□セッ 
サ構成で運用する場合は、 USB 羊ーボードは接続しないでください。 

♦ 8プ□セ、ソサ構成の時には、セカンダリ崖体の羊ーボード、マウス、ディスプレイ、シリ 
アルのをポートは使用できません。ただし、保守時•構築時にはそれぞれの崖体に対し 
て操作を行う必要があり、セカンダリ崖体にも羊ーボード、マウス、ディスプレイの接 
続が必要です。 
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2 台の装置が 8 プ□セ、ソサ構成で接続され、セカンダリ崖体にビデオ装置が接続されない 
場合は、起動時にエラービープ音が発生することがありますが、無視可能なエラーであ 
り、動作に問題はありません。 


8プ□セ、ソサ構成では、 PCI ス□ットは、次の順序でス丰ャンされます。 

プライマリ崖体の PCI - X ス□、ソト1、2、3、4、5、6ーセカンダリ崖体の PCI - X ス□、ソト 
1、2、3、4、5、6 

8プ□セ、ソサ構成時、2台の装置に搭載されるメモリからそれぞれ 256 M 巨、計 512 MB が 
装置間キャッシュメモリに割り当てられます。この装置間羊ャッシュじ割り当てられた 
メモリは、オペレーティングシステムから利用することは化来ません。 



